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(57) Abstract: The invention relates 
to a method for producing at least one 
light-emitting semiconductor diode 
on a printed circuit board comprising 
electrical circuit paths. Also disclosed 
is an illumination unit encompassing a 
printed circuit board that is provided with 
electrical circuit paths while being fitted 
with at least one light-emitting chip, and at 
least one light-distributing element which 
surrounds a light-emitting chip or a group of 
light-emitting chips in a contacting manner. 
To this avail, at least one light-emitting chip 
is placed on the printed circuit board. The 
printed board is inserted into an injection 
mold, and the injection mold is sprayed 
out with a thermoplastic material which 
penetrates the printed board through at 
least one breakthrough or flows around the 
printed board. The inventive method makes 
it possible to create a method for repeatably 
producing a high-performance light-emitting semiconductor diode on a printed circuit board as well as a corresponding illumination 
unit comprising an integrated printed board. 

(57) Zusammenfassung: Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung mindestens einer lichtemittierenden Halbleiterdiode 
auf einer elektrische Leiterbahnen umfassenden Platine sowie eine Leuchteinheit, die eine elektrische Leiterbahnen aufweisende, mit 
mindestens einem lichtemittierenden Chip bestuckte Platine und mindestens einen, einen lichtemittierenden Chip oder eine Gruppe 
von lichtemittierenden Chips kontaktierend umgebenden Lichtverteilkorper umfasst. Dazu wird mindestens ein lichtemittierender 
Chip auf die Platine aufgesetzt. Die Platine wird in eine SpritzgieBform eingesetzt und die SpritzgieBform mit einem Thermoplast 
ausgespritzt, der die Platine durch mindestens einen Durchbruch durchdringt oder die Platine umflieBt. Mit der vorliegenden Erfin- 
dung wird ein Verfahren zur wiederholbaren Herstellung einer lichtemittierenden Halbleiterdiode hoher Lei stung auf einer Platine 
entwickelt sowie eine entsprechende Leuchteinheit mit integrierter Platine. 
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Verfahren zur Her st el lung lichtemittierender Halbleiterdioden 
5 auf einer Platine und Leuchteinheiten mit integrierter Platine 

Beschreibung : 

10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung mind.es- 

tens einer lichtemittierenden Halbleiterdiode auf einer elekt- 
rische Leiterbahnen umfassenden Platine sowie eine Leuchtein- 
heit, die eine elektrische Leiterbahnen aufweisende, mit min- 
destens einem lichtemittierenden Chip bestuckte Platine und 

15 mindestens einen, einen lichtemittierenden Chip oder eine 

Gruppe von lichtemittierenden Chips kontaktierend umgebenden 
Lichtverteilkorper umfasst. 

Eine lichtemittierende Halbleiterdiode, beispielsweise eine 
20 Leuchtdiode oder eine Laserdiode, umfasst iiblicherweise einen 
elektrischen Teil und einen diesen mindestens bereichsweise 
umgebenden, zumindest weitgehend transparenten Lichtverteil- 
korper. Derartige Lumineszenzdioden werden beispielsweise in 
Leuchten fur Automobile, fur die Zimmerbeleuchtung, in Licht- 
25 modulen fur die Kommunikation, in StraSenleuchten etc. einge- 
setzt . 

Eine Leuchteinheit kann mehrere, auf einer Platine herge- 
stellte lichtemittierende Halbleiterdioden umf assen . 

30 

Das hier als Platine bezeichnete Bauteil kann biegesteif oder 
biegeweich sein. Es kann auch folienformig sein, wobei die Fo- 
lie biegesteif oder biegeweich sein kann. 
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Aus der JP 61 001 067 A ist ein Verfahren zur Herstellung 
von Leuchtdioden bekannt . Der auf die Platine aufgesetzte 
lichtemittierende Chip wird zur Bildung des Lichtverteilkor- 
pers im HarzgieSverf ahren mit einem Harz umgossen, das die 
5 schmalen Durchbriiche der Platine durchdringt. Bei der Trock- 
nung des Harzes erfolgt eine starke Schrumpfung des Werkstof- 
fes, wodurch sich die Geometrie des Lichtverteilkorpers an- 
dert. Mit diesem Verfahren konnen daher nur geometrisch einfa- 
che Leuchtdioden hergestellt werden. AuEerdem ist die Zugfes- 
10 tigkeit des Harzes gering. Sowohl bei der Herstellung als auch 
beim Betrieb, beispielsweise mit einem lichtemittierenden Chip 
hoher Leistung, konnen so mechanische Beanspruchungen auftre- 
ten. Beispielsweise bricht der Lichtverteilkorper auseinander. 
Die Leuchteinheit versagt . 



Der vorliegenden Erfindung liegt die Problems tellung zugrunde, 
ein Verfahren zur wiederholbaren Herstellung einer lichtemit- 
20 tierenden Halbleiterdiode hoher Leistung auf einer Platine zu 
entwickeln sowie eine entsprechende Leuchteinheit mit integ- 
rierter Platine. 



Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen der unabhangigen 
Anspruche gelost. Bei der Herstellung wird mindestens ein 
lichtemittierender Halbleiterchip auf die Platine aufgesetzt. 
Danach wird der lichtemittierende Halbleiterchip thermisch 
30 lei tend, elektrisch und mechanisch mit der Platine verbunden. 
Die so vormontierte Platine wird in eine Spritzgiefef orm einge- 
setzt. AnschlieEend wird die Spritzgiefif orm mit einem Thermo- 
plast ausgespritzt , der die Platine durch mindestens einen 
Durchbruch durchdringt oder die Platine umflieEt. 
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Der so erzeugte Lichtverteilkorper besteht aus einem Thermo- 
plast. Er ragt durch mindestens einen Durchbruch der Platine 
mit zumindest einem Durchgrif fss teg hindurch und liegt sowohl 
an der Bestuckungsseite als auch an der der Bestuckungsseite 
5 abgewandten anderen Seite der Platine an. Die minimale Quer- 
schnittsf lache eines einzelnen Durchgrif fsstegs betragt min- 
destens 10% der Anlageflache des Lichtverteilkorpers an der 
Bestuckungsseite und am lichtemittierenden Chip. Die minimale 
Abmessung der Querschnittsf lache ist mindestens ein Funftel 
10 der maximal en Abmessung der Querschnittsf lache und die Anlage- 
flache des Lichtverteilkorpers an der anderen Seite der Pla- 
tine betragt mindestens 75% der Querschnittsf lache . 

15 

Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
anspruchen und der nachf olgenden Beschreibung schematisch dar- 
gestellter Au s f uhr ung s f o rmen . 



20 



Figur 


1 


Leuchtdiode, auf einer Platine montiert; 


Figur 


2 


Leuchtdiode, wie Figur 1 mit Chiptrager; 


Figur 


3 


Leuchtdiode mit integrierter optischer Linse; 


25 Figur 


4 


Leuchtdiode mit Bonddraht; 


Figur 


5 


Leuchtdiode wie Figur 2 mit Bonddraht; 


Figur 


6 


Leuchtdiode mit zwei Bonddrahten; 


Figur 


7 


Leuchtdiode nach Figur 2 in dimetrischer Ansicht; 


Figur 


8 


Leuchtdiode mit Lichtleiter; 


3 0 Figur 


9 


: Langsschnitt einer Leuchteinheit ; 


Figur 


10 


: Teilquerschnitt einer Leuchteinheit nach Figur 9; 


Figur 


11 


: Teildrauf sicht einer Leuchteinheit nach Figur 9; 


Figur 


12 


: Langsschnitt einer Leuchteinheit mit einer 
gi tterf ormigen Platine ; 
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Figur 13: Teilquerschni tt einer Leuchteinheit nach Figur 12; 
Figur 14: Teildrauf sicht einer Leuchteinheit nach Figur 12. 

5 Die Figur 1 zeigt eine einzelne Leuchtdiode (2 0) , die auf ei- 
ner Platine (10) hergestellt ist. Diese Leuchtdiode (20) ist 
beispielsweise eine einzelne einer Vielzahl von Leuchtdio- 
den (20) , die auf einer gemeinsamen Platine (10) unlosbar auf- 
gebaut sind. 

10 

Die Platine (10) ist beispielsweise eine biegesteife Platte 
aus Kunststoff oder einem aus elektrisch nichtleitenden Werk- 
stoffen aufgebauten Verbundwerkstof f , auf deren Oberseite (11) 
oder Unterseite elektrische Leiterbahnen (12, 13) aufgebracht 
15 sind. Die Leiterbahnen (12, 13) sind zumindest bereichsweise 
mit einer Passivierungsschicht (14) uberzogen. 

Die Platine (10) kann beispielsweise auch eine Metallplatine 
sein, auf deren z.B. isolierten Oberflache Leiterbahnen auf la- 
20 miniert sind. 

In der Platine (10) sind z.B. drei Durchbriiche (15, 16) ange- 
ordnet. Zwei Durchbriiche (15) liegen im Bereich der Leiterbah- 
nen (12, 13), ein Durchbruch (16) auEerhalb der Leiterbah- 
25 nen (12, 13). Der Abstand der beiden Durchbriiche (15) zueinan- 
der entspricht beispielsweise dem Abstand des hier links dar- 
gestellten Durchbruchs (15) zum Durchbruch (16) . 

Die Durchbriiche (15), vgl . Figur 7, sind z.B. Langlocher, die 
30 die Leiterbahnen (12, 13) und die Platine (10) durchdringen . 
Sie sind hier beispielsweise parallel zueinander angeordnet . 



Der Durchbruch (16) ist hier beispielsweise ebenfalls ein 
Langloch, das parallel zu den Langlochern (15) liegt und etwa 
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halb so lang wie diese ist. Die an der Oberseite (11) liegende 
Begrenzungskante des Langlochs (16) ist eine Ausricht- 
kante (18) . 

5 Zur Herstellung der Leuchtdiode (20) wird auf die derart vor- 
bereitete Platine (10) ein lichtemittierender Halbleiter- 
chip (21) aufgesetzt. Beim Aufsetzen wird seine Lage an der 
Ausrichtkante (18) ausgerichtet. Der 1 i cht emit tier ende Halb- 
leiterchip (21) wird mit einer z.B. elektrisch und thermisch 

10 leitenden Klebe- und/oder Lotverbindung (22) an den Stellen, 
die frei von der Passivierungsschicht (14) sind, auf den Lei- 
terbahnen (12, 13) befestigt. Statt eines einzelnen 1 i cht emit - 
tierenden Halbleiterchips (21) kann auch z.B. eine Gruppe 
lichtemittierender Halbleiterchips (21) auf die Platine (10) 

15 aufgesetzt und elektrisch und thermisch leitend mit den Lei- 
terbahnen (12, 13) verbunden werden . Das hier als 1 i cht emit - 
tierendes Halbleiterchip (21) bezeichnete Bauteil kann auch 
eine Gruppe einzelner lichtemittierende Halbleiterchips umfas- 
sen. Auch konnen weitere elektrische Bauteile, wie z.B. Wider- 

20 stande, Kondensatoren etc. integriert sein. Es kann eine Viel- 
zahl elektrischer Anschliisse aufweisen. Die so bestiickte Pla- 
tine (10) kann nun durch Anschluss der elektrischen Leiterbah- 
nen (12, 13) an eine Gleichstromquelle elektrisch getestet 
werden . 

25 

Im nachsten Verf ahrensschritt wird der Lichtverteilkorper (31) 
erzeugt. Hierzu wird die bestiickte Platine (10) z.B. in eine 
hier nicht dargestellte SpritzgieSf orm eingesetzt. Hierbei 
zeigt beispielsweise die Oberseite (11) der Platine (10) mit 
30 dem li cht emit tierenden Halbleiterchip (21) nach unten. Beim 

Einsetzen in die Spritzgiefif orm wird die Platine (10) mit der 
Ausrichtkante (18) an einer Gegenkontur der SpritzgieEf orm 
angelegt und ausgerichtet . 
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Nach dem SchlieKen der SpritzgieEf orm wird ein Thermoplast, 
z.B. PMMA, in den Hohlraum der Sprit zgiefeform eingespritzt . 
Die in der Form befindliche Luft wird verdrangt und/oder abge- 
saugt . Die Hohlraume der Form werden mit Thermoplast gefiillt. 
5 Ggf . wird der Zwischenraum (23) zwischen dem lichtemittieren- 
den Halbleiterchip (21) und der Platine (10) vorab mit einem 
anderen Werkstoff gefiillt. Der Thermoplast dringt durch die 
Durchbruche (15) der Platine (10) hindurch und hintergreift 
die Platine (10) . Die SpritzgieSf orm wird in der Gestalt des 
10 Lichtverteilkorpers (31) auf der Platine (10) abgebildet. Der 
so erzeugte Lichtverteilkorper (31) hat beispielsweise die 
Gestalt eines Halbellipsoids . Er ist homogen und hochtranspa- 
rent . 

15 Durch das Hintergreif en wird die Leuchtdiode (2 0) fest mit der 
Platine (10) verbunden und ist von dieser nur unter Zerstorung 
losbar . 

Nach der Herstellung des Lichtverteilkorpers (31) stehen die 
20 elektrischen Leiterbahnen (12, 13) beispielsweise in radialer 
Richtung uber den Lichtverteilkorper (31) uber. 

Die so hergestellte Leuchtdiode (2 0) kann nun aus der Spritz- 
gieJSform entnommen werden. Beim Trocknen und Erkalten andert 
25 sich die Gestalt des Lichtverteilkorpers (31) im wesentlichen 
nicht . 

Die Leuchtdiode (20) auf der Platine (10) kann anschlieEend in 
einem weiteren Bearbeitungsschritt nochmals umspritzt werden. 
3 0 Die Bearbeitungsschritte konnen raumlich und/oder zeitlich ge- 
trennt sein. Hierbei kann z.B. eine optische Linse an die 
Leuchtdiode (2 0) angeformt werden. Bei einer derartigen Ver- 
f ahrensschrittf olge kann beispielsweise im ersten SpritzgieJS- 
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schritt ein Standardmodul hergestellt werden, das dann im 
zweiten SpritzgieSschritt die endgultige Gestalt erhalt. 

Mit diesem Verfahren ist eine lichtemittierende Halbleiterdi- 
5 ode hoher Leistung auf einer Platine wiederholbar herstellbar. 
Dabei entsteht ein homogener Lichtverteilkorper , dessen Ges- 
talt sich nach der Entnahme aus der SpritzgieSf orm nicht an- 
dert. AuSerdem kann mit diesem Verfahren eine Vielzahl von 
Gestaltungen der lichtemittierenden Halbleiterdiode verwirk- 
10 licht werden. Der Lichtverteilkorper kann - nur im Spritzguss- 
verfahren herstellbare - Hinterschnitte aufweisen, er kann 
eine optische Linse, eine Freif ormf lache , eine Dif f raktionso- 
berf lache oder eine Fraktionsoberf lache etc. umfassen . 

15 

Die Figur 2 zeigt eine Leuchtdiode (2 0) mit einem Chiptra- 
ger (24) . Der Chiptrager (24) kann beispielsweise ein Warme- 
isolator, ein Reflektor, ein Kiihlkorper etc. sein. Er kann 
z.B. auch mehrschichtig aufgebaut sein. So kann der Chiptra- 
20 ger (24) eine thermische Isolationsschicht umfassen, auf die 
eine ref lektierende Schicht aufgebracht ist. Der Chiptra- 
ger (24) kann auch elektrisch leitende Bereiche aufweisen. 

Bei der Herstellung der Leuchtdiode (20) auf der Platine (10) 
25 wird z.B. zunachst der lichtemittierende Halbleiterchip (21) 
auf den Chiptrager (24) aufgesetzt und beispielsweise durch 
eine elektrisch und thermisch leitende Klebe- und/oder Lotver- 
bindung (22) mit einem elektrisch leitenden Bereich des Chip- 
trager s (24) verbunden. 

30 

Der lichtemittierende Halbleiterchip (21) wird dann zusammen 
mit dem Chiptrager (24) auf die Platine (10) aufgesetzt und an 
der Ausrichtkante (18) ausgerichtet . Hierbei wird z.B. eine 
elektrisch und thermisch leitende Klebe- und Lotverbin- 
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dung (26) zwischen dem Chiptrager (24) und der Platine (10) 
hergestellt und so der lichtemittierende Halbleiterchip (21) 
mit der Platine (10) elektrisch verbunden. 

5 Die so bestuckte Platine (10) wird dann, wie im ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel beschrieben, in eine Sprit zgieEf orm eingesetzt, 
mittels der Ausrichtkante (18) ausgerichtet und umspritzt. 

10 Die Figur 3 zeigt eine Leuchtdiode (20) mit einer integrierten 
optischen Linse (32). Die Platine (10) hat hier beispielsweise 
zwei Ausrichtkanten (18, 19). Die Ausrichtkanten (18, 19) sind 
z.B. zwei AuiSenkanten der Platine (10), die senkrecht zueinan- 
der angeordnet sind. 

15 

Bei der Montage des lichtemittierenden Halbleiterchips (21) 
auf der Platine (10) wird die Lage des lichtemittierenden 
Halbleiterchips (21) zu der Platine (10) mittels der Ausricht- 
kanten (18, 19) justiert. 

20 

Wird die mit dem lichtemittierenden Halbleiterchip (21) be- 
stuckte Platine (10) in die SpritzgieKf orm eingesetzt, wird 
sie beispielsweise mit den Ausrichtkanten (18, 19) an einer 
Gegenkontur in der SpritzgieEf orm ausgerichtet. 

25 

Bei der Einbringung des Thermoplasts in die SpritzgieSf orm um- 
flieSt dieser die Platine (10) und durchdringt die Durchbru- 
che (15) . Der beim SpritzgieJSen erzeugte - hier oberhalb der 
Platine (10) dargestellte - Lichtverteilkorper (31) kann z.B. 
30 die Gestalt eines Ellipsoidstumpf es haben, dessen Oberseite 
eine optische Linse (32) umfasst. Der Durchmesser dieses El- 
lipsoidstumpf es wachst z.B. stetig von der Platine (10) aus in 
Richtung der optischen Linse (32). Der maximale Durchmesser 
des Ellipsoidstumpf es, er entspricht dem Durchmesser der opti- 
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schen Linse (32), betragt etwa das doppelte seiner Hohe . Sein 
minimaler Durchmesser nahe der Platine (10) betragt z.B. etwa 
80 % dieses Durchnaessers . 

5 Die optische Linse (32) ist hier eine plane Linse, die in den 
Lichtverteilkorper (31) integriert ist. Die optische 
Linse (32) kann aber auch die Gestalt einer Sammellinse, einer 
Streulinse, einer Prismenf lache, eine Freif ormf lache, eine 
Fraktionsf lache, eine Dif f raktionsf lache, etc. haben. 

10 

Die in den Figuren 4 und 5 dargestellten Leuchtdioden (20) 
sind ahnlich hergestellt wie die Leuchtdioden (20), die in den 
Figuren 1 und 2 gezeigt sind. 

15 

Der lichtemittierende Halbleiterchip (21) wird, ggf . auf einem 
Chiptrager (24) vormontiert , auf die Platine (10) aufgesetzt 
und an der Ausrichtkante (18) ausgerichtet . 

20 Bei diesen Ausf uhrungsbeispielen wird der lichtemittierende 
Halbleiterchip (21) nur an einer Leiterbahn (12) mit einer 
Klebe- und Lotverbindung (22) befestigt. Die andere elektri- 
sche Leiterbahn (13) wird uber einen Bonddraht (27) mit dem 
lichtemittierenden Halbleiterchip (21) elektrisch verbunden. 

25 

In der Figur 6 ist eine Leuchtdiode (20) dargestellt, bei der 
der lichtemittierende Halbleiterchip (21) mittels zweier Bond- 
drahte (27) mit den Leiterbahnen (12, 13) verbunden ist. 

30 

Der lichtemittierende Halbleiterchip (21) wird in eine Einsen- 
kung (41) der Platine (10) eingesetzt, die beispielsweise mit 
einer ref lektierenden Schicht (42) beschichtet ist. Beim Ein- 
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setzen des lichtemittierenden Halbleiterchips (21) wird seine 
Lage z.B. an zwei Ausrichtkanten (18, 19) ausgerichtet. 



5 Die Figur 8 zeigt eine Leuchtdiode (20) mit einem Lichtlei- 
ter (51) . Der Lichtleiter (51) kann starr oder flexibel sein. 
Er ist beispielsweise in den Lichtverteilkorper (31) mit einer 
Clipsverbindung (52) befestigt, an diesen angeformt, etc. Auch 
andere form- und/oder kraf tschlussige Verbindungen sind denk- 
10 bar. 

Bei der Herstellung dieser Leuchtdiode (20) durchdringt der 
Werkstoff des Lichtverteilkorpers (31) die z.B. zwei groSen 
Durchbriiche (15). Der Lichtverteilkorper (31) hintergreift die 
15 Platine (10) und liegt auf der dem lichtemittierenden Halblei- 
terchip (21) abgewandten Seite der Platine (10) groJSflachig an 
der Platine (10) an. 



20 Die Ausrichtkante (18) kann eine Kante einer Ausrichtf lache 
sein. Diese Ausrichtf lache kann z.B. die Innenwandung einer 
kegelf ormigen oder zylindrischen Bohrung, die Wandung eines 
Zylinders, die AuSenf lache der Platine (10) , die Wandung eines 
Zylinderstif ts , etc. sein. 

25 

Beim Einsetzen der mit dem lichtemittierenden Halbleiter- 
chip (21) bestxickten Platine (10) in die Spritzgussf orm kann 
auch der lichtemittierende Halbleiterchip (21) gegenuber der 
Spritzgussf orm ausgerichtet werden. Hierbei kann der licht- 
30 emittierende Halbleiterchip (21) , beispielsweise normal zur 

optischen Achse des herzustellenden Lichtverteilkorpers (31) , 
in oder nahe des Ursprungsortes der Kontur des 
Lichtverteilkorpers (31) etc. angeordnet sein. Der Ursprung- 
sort ist hierbei ein markanter Punkt in bezug auf eine physi- 



WO 2005/056269 



11 



PCT/DE2004/002652 



kalische Eigenschaft oder eine geometrische Randbedingung fur 
die Beschreibung der Kontur des Lichtverteilkorpers (31) . 

Beim Einsetzen der mit dem lichtemittierenden Chip (21) be- 
5 sttickten Platine (10) in die SpritzgieEf orm kann der licht- 
emittierende Halbleiterchip (21) unterhalb, oberhalb oder 
seitlich der Platine (10) liegen. Beim SpritzgieEen kann der 
Thermoplast von der Seite des Lichtverteilkorpers (31) , von 
der Unterseite der Platine (10) oder von der Seite zugefiihrt 
10 werden. 

Der Thermoplast kann eine Platine (10), die beispielsweise 
keine Durchbruche (15) aufweist, umflieEen. Der fertige Licht- 
verteilkorper (31) umgreift dann die Platine (10) . 

15 

Die Platine (10) kann mehrschichtig aufgebaut sein. So kann 
sie z.B. mehrere Lagen Leiterbahnen (12, 13) haben, sie kann 
einen Metallkern zur Warmeableitung des lichtemittieren- 
den Halbleiterchips (21) umfassen, eine Beschichtung auf- 
20 weisen, etc. 

Die Platine (10) kann eine Folie sein, auf der Leiterbah- 
nen (12, 13) aufgebracht sind. Eine Ausrichtkante (18) ist 
dann beispielsweise eine Begrenzungskante der Folie, ein ge- 
25 stanzter Durchbruch, etc. 

Der lichtemittierende Chip (21) oder eine Gruppe von licht- 
emittierenden Chips (21) kann in alien dargestellten Ausfuh- 
rungsformen auch drei oder mehr elektrische Anschlusse haben. 
30 Dies konnen elektrisch und/oder thermisch leitende Klebever- 

bindungen (22), Bonddrahte (27), etc. sein. Auch Kombinationen 
verschiedenartiger elektrischer Verbindungen sind denkbar. Die 
Leuchtdiode (2 0) kann beispielsweise dann je nach elektrischem 
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Anschluss in verschiedenen Helligkeitsstuf en oder in verschie- 
denen Farben aufleuchten. 

Der Thermoplast hat eine geringe optische Dampfung. Die mit 
5 dem Verfahren hergestellten, auf einer Platine (10) herge- 
s tell ten Leuchtdioden (20) , haben bei geringer Baugrofie eine 
hohe Lichtausbeute . 

Bei der Herstellung mehrerer Leuchtdioden (2 0) auf einer Pla- 
10 tine (10) konnen diese in eine gemeinsamen Spritzgussf orm ein- 
gesetzt werden. Die Spritzgussf orm kann dann fur j eden einzel- 
nen Lichtverteilkorper (31) einen einzelnen Angus s aufweisen. 
Es konnen aber auch mehrere oder alle Lichtverteilkorper (31) 
durch Spritzgie£en iiber einen gemeinsamen Angus s hergestellt 
15 werden . 

Die Figuren 9 bis 11 zeigen eine Leuchteinheit (110) mit einer 
integrierten Platine (120). Auf der Platine (120) sitzen bei- 

20 spielsweise zwei lichtemittierende Chips (140) . Jeder dieser 
lichtemittierenden Chips (140) ist z.B. von einem an der Pla- 
tine (12 0) befestigten Lichtverteilkorper (150) umgeben. Ein 
Lichtverteilkorper (150) kann auch mehrere lichtemittierende 
Chips (140), z.B. eine Gruppe lichtemittierender Chips (140), 

25 umgeben. 

Das hier als Platine (12 0) bezeichnete Bauteil kann z.B. eine 
biegesteife oder biegeweiche Folie, eine Platte aus faserver- 
starktem Kunststoff oder aus einem aus elektrisch nichtleiten- 
30 den Werkstoffen aufgebauten Verbundwerkstof f , eine Metallpla- 
tine mit isolierter Oberflache, ein Keramikplatine, etc. sein. 
Auf ihrer Bestuckungsseite (121) , auf der der lichtemittie- 
rende Chip (14 0) angeordnet ist und/oder auf ihrer unbestuck- 
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ten Seite (122) sind hier nicht dargestellte elektrische Lei- 
terbahnen aufgebracht oder auf laminiert . 

Die Platine (12 0) weist beispielsweise vier Durchbrtiche (123) 
5 auf. Diese Durchbriiche (123) sind z.B. parabelf ormig gekriimmte 
Langlocher (125, 126), deren Breite etwa ein Viertel ihrer 
Lange betragt . Die Breite der Langlocher (125, 12 6) ist bei- 
spielsweise groiSer als die Lange der Diagonalen eines der hier 
als quadratisch dargestellten lichtemittierenden Chips (140) . 

10 Je zwei dieser Langlocher (12 5, 126) sind symmetrisch zueinan- 
der angeordnet, wobei die jeweilige Syiranetrieebene den Mittel- 
punkt (141) der Oberflache (142) eines lichtemittierenden 
Chips (140) enthalt. Die Platine (12 0) kann beispielsweise 
auch drei Durchbriiche (123) aufweisen, von denen z.B. zwei 

15 symmetrisch zum lichtemittierenden Chip (140) und das dritte 
an beliebiger anderer S telle in der Nahe des Chips (140) 
liegt. Die Durchbrtiche (123) konnen auch einen rechteckigen, 
kreisf ormigen, etc. Querschnitt haben. 

20 Der einzelne lichtemittierende Chip (140) ist beispielsweise 

ein Halbleiterchip anorganischer oder organischer Art und kann 
eine hohe Lichtstarke entwickeln. Er ist mit den elektrischen 
Leiterbahnen der Platine (12 0) elektrisch lei tend verbunden. 
AuSerdem besteht eine thermisch leitende Verbindung zwischen 

25 dem lichtemittierenden Chip (140) und der Platine (120) . Er 

kann in der Draufsicht auch rechteckig, rund, sechseckig, etc. 
sein. 

Der einzelne Lichtverteilkorper (150) ist ein beispielsweise 
30 vollstandig transparenter Korper, der aus einem z.B. homogenen 
Thermoplast , beispielsweise aus PMMA, Polycarbonate Polysul- 
fon, etc. besteht. Er umfasst z.B. einen an der Bestuckungs- 
seite (121) der Platine (12 0) anliegenden Lichtverteilab- 
schnitt (161) und einen auf der z.B. unbesttickten Unter- 



WO 2005/056269 



14 



PCT/DE2004/002652 



seite (122) anliegenden Bef estigungsabschnitt (163) . Die 
Konturen der Anlagenf lachen des Lichtverteilkorpers (15 0) auf 
den beiden Seiten (121, 122) der Platine sind kongruent zuein- 
ander und liegen einander gegenuber. 

5 

Der Lichtverteilabschnitt (161) umfasst einen Zylinder (164) , 
einen Lichtumlenkkorper (165) und eine optische Linse (166) . 
Seine Hohe normal zur Platine (12 0) betragt mindestens die 
Platinenstarke. Im Ausf tihrungsbei spiel ist die Hohe etwa das 
10 Fiinffache der Platinenstarke. 

Der Zylinder (164) steht beispielsweise senkrecht auf der Pla- 
tine (12 0) . Seine Leitkurve, die in einer Ebene parallel zur 
Platine (12 0) liegt, ist zusairanengesetzt aus einem Parabelab- 
15 schnitt und einer Geraden. Die Lange des Zylinders (164) ent- 
spricht der Hohe des lichtemittierenden Chips (140) . Der 
lichtemittierende Chip (140) liegt mit seinem Mittel- 
punkt (141) auf der Normal en im Brennpunkt des Parabelab- 
schnitts . 

20 

Der Lichtumlenkkorper (165) hat beispielsweise die Gestalt ei- 
nes Halbparaboloids , z.B. eines Rotationsparaboloids oder ei- 
nes elliptischen Paraboloids. Er steht auf dem Zylinder (164), 
wobei die jeweiligen Oberf lachen ineinander iibergehen. Der 

25 Mittelpunkt (141) der Oberf lache (142) des lichtemittierenden 
Chips (14 0) liegt z.B. im Brennpunkt des Halbparaboloids. Der 
Lichtumlenkkorper (165) weist eine annahrend senkrecht zur 
Platine (120) stehende optische Linse (166) auf. Diese opti- 
sche Linse (166) kann beispielsweise eine Sammellinse, eine 

30 Streulinse, etc. sein. 



Der Lichtverteilabschnitt (161) kann ohne Lichtumlenkkor- 
per (165) ausgefuhrt sein. Er kann beispielsweise eine einfa- 
che optische Linse umfassen. 
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Der Bef estigungsabschnitt (163) umfasst z.B. einen 
plattenartigen Umgriff (156) . Dieser weist beispielsweise eine 
konstante Materialstarke auf, die z.B. der Starke der Pla- 
5 tine (12 0) entspricht. Gegebenenf alls konnen am Bef estigungs- 
abschnitt (163) auch Leisten angeordnet sein, die z.B. normal 
zur Unterseite (122) der Platine hervorragen. 

Der Lichtverteilabschnitt (161) und der Bef estigungsab- 
10 schnitt (163) sind beispielsweise mittels zweier Durch- 

griffsstege (152, 154) miteinander verbunden, die jeweils 
durch ein Langloch (125, 126) der Platine (120) hindurchragen . 
Die Durchgrif f sstege (152, 154) sind beispielsweise symmet- 
risch zueinander angeordnet, wobei die Symmetrieebene den Mit- 
15 telpunkt (141) des lichtemittierenden Chips (140) enthalt. 

Weist die Platine (12 0) mehrere Durchbruche (123) in der Nahe 
des lichtemittierenden Chips (140) auf, konnen der Lichtver- 
teilabschnitt (161) und der Bef estigungsabschnitt (163) auch 

2 0 uber mehrere Durchgrif f sstege (152, 154) miteinander verbunden 

sein . 

Diese Durchgrif f sstege (152, 154) haben beispielsweise entlang 
ihrer Hohe normal zur Platine (12 0) - diese entspricht der 
25 Starke der Platine (12 0) - eine konstante Querschnittsf la- 
che (153, 155), die der Querschnittsf lache der Langlo- 
cher (125, 12 6) entspricht. Die Querschnittsf lache (153, 155) 
eines Durchgrif fsstegs (152, 154) betragt in der Darstellung 
der Figuren 9-11 etwa 2 8% der Anlagef lache, mit der der 

3 0 Lichtverteilkorper (15 0) an der Bestuckungsseite (121) der 

Platine (12 0) und an der Oberf lache (142) des lichtemittieren- 
den Chips (140) anliegt. Beispielsweise weisen die Durch- 
grif f sstege (152, 154) an den Ubergangen zum Lichtverteilab- 
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schnitt (161) und zum Bef estigungsabschnitt (163) Entlastungs- 
kehlen auf . 

Die Querschnittsf lache (153, 155) kann beispielsweise zwischen 
5 10% und 60% der obengenannten Anlagef lache variieren. 

Die zur Umgebung (1) gerichteten aufieren Oberflachen (167, 
168, 169) de^s Lichtverteilabschnitt (161), des Bef estigungsab- 
schnitts (16.3) und der Durchgrif f sstege (152, 154) gehen in- 
10 einander iiber. 

Der Umgriff (15 6) verbindet hier beide Durchgrif f sstege (152, 

154) miteinander. Die Anlagef lache des Umgriff s (156) an der 
unbestuckten Seite (122) entspricht im hier dargestellten Aus- 

15 fuhrungsbei spiel etwa der dreifachen Querschnittsf lache (153, 

155) eines Durchgrif fsstegs (152, 154) . 

Die Herstellung der Leuchteinheit (110) erfolgt beispielsweise 
20 wie im Zusammenhang mit den Figuren 1-7 beschrieben. Zu- 

nachst wird z.B. gestanzte Platine (12 0) mit den lichtemittie- 
renden Chips (140) bestiickt und die beiden Teile (12 0, 140) 
elektrisch und thermisch leitend miteinander verbunden. 

25 Die bestuckte Platine (12 0) wird nun z.B. in eine hier nicht 

dargestellte SpritzgieJSf orm eingesetzt. Die Einspritzof f nungen 
der SpritzgieKf orm befinden sich beispielsweise auf der unbe- 
stuckten Seite (122) der Platine (12 0) und sind z.B. normal 
zur Unterseite (122) ausgerichtet . Das Zentrum des SpritzgieS- 

3 0 strahls liegt dann beispielsweise im Bereich unterhalb des 

Chips. z.B. unterhalb des geometrischen Zentrums der Durchbru- 
che (123) innerhalb der Spri tzgieJSf orm. 
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Beim SpritzgieEen stromt der SpritzgieEwerkstof f senkrecht auf 
die Unterseite (122) der Platine (12 0) . Der SpritzgieEstrahl 
stromt dann z.B. das geometrische Zentrum der Durchbrii- 
che (123), beispielsweise den Schwerpunkt der Durchbru- 
5 che (123), an. Er trifft dort auf die Platine (120), die fur 
den anstromenden SpritzgieEwerkstof f strom einen Stromteiler 
bildet. Der SpritzgieEwerkstof f verteilt sich z.B. gleichmaEig 
auf beide Durchbriiche (123) und baut den Lichtverteilkor- 
per (150) auf beiden Seiten der Platine (120) auf. 

10 

Beim Einspritzen des Thermoplasts wird die in der SpritzgieE- 
form befindliche Luft verdrangt und/oder abgesaugt. Die 
SpritzgieEf orm wird in der Gestalt des Lichtverteilkor- 
pers (15 0) auf der Platine (120) abgebildet. 

15 

Gegebenfalls kann der SpritzgieEwerkstof f mittels stromungs- 
leitender Erhohungen oder Vertiefungen an der SpritzgieEf orm 
und/oder der Platine (12 0) gefiihrt werden. 

20 Durch das Hintergreif en wird der Lichtverteilkorper (150) fest 
mit der Platine (12 0) verbunden und ist von dieser nur unter 
Zerstorung losbar . 

Die so hergestellte Leuchteinheit (110) kann nun aus der 
25 SpritzgieEf orm entnommen werden. Gegebenenf alls kann die Her- 
stellung auch in zwei oder mehr raumlich und/oder zeitlich ge- 
trennten Fertigungsstuf en erfolgen. 

Beim Trocknen und Erkalten des Lichtverteilkorpers (15 0) wer- 
30 den auf die Durchgrif f sstege (152, 154) Zugkrafte ausgeiibt . 
Diese Krafte sind beispielsweise normal zur Bestuckungs- 
seite (121) der Platine (120) gerichtet. Die Durch- 
grif f sstege (152, 154) werden gedehnt . Diese Dehnung ist aber 
u.a. wegen der groEen Querschnittsf lache (153, 155) erheblich 
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geringer als die Bruchdehnung, die beispielsweise bei PMMA bei 
5,5% liegt. Die gro£e Anlageflache des Umgriffs (15 6) verhin- 
dert zudem die Bildung von Kerbrissen. Bei der weiteren Abkuh- 
lung werden die im Werkstoff entstehenden Zugspannungen z.B. 
5 nicht abgebaut und fuhren beispielsweise zu Eigenspannungen im 
Werkstoff. Die Vergleichsspannung dieser Eigenspannungen ist 
erheblich geringer als die Elastizitatsgrenze des Werkstoff s, 
bis zu der der Werkstoff ohne bleibende plastische Verformung 
gedehnt wird. 

10 

Beim Betrieb der Leuchteinheit (110) kann beispielsweise jeder 
lichtemittierende Chip (140) elektrisch einzeln angesteuert 
werden. Es konnen aber auch alle lichtemittierenden 
15 Chips (140) gemeinsam betrieben werden. Auch eine Ansteuerung 
der lichtemittierenden Chips (140) in Gruppen ist denkbar. 

Das vom lichtemittierenden Chip (140) abgestrahlte Licht wird 
z.B. durch Totalref lexion im Lichtverteilkorper (15 0) in Rich- 
20 tung der optischen Linse (166) gelenkt und durch diese hin- 
durch in die Umgebung (1) abgestrahlt. 

Beim Betrieb des oder der lichtemittierenden Chips (140) ent- 
steht eine groSe Warmemenge. Ein Teil dieser Warme wird z.B. 
25 iiber die thermisch leitende Verbindung zur Platine (12 0) abge- 
leitet. Ein anderer Teil fuhrt zu einer Erwarmung des Licht - 
verteilkorpers (15 0) . Der Lichtverteilkorper (150) und die 
Platine (120) dehnen sich - je nach ihren Warmeausdehnungsko- 
effizienten und Temperaturdif f erenzen - aus. 

30 

In der Leuchteinheit (110) ist die Platine (12 0) fest in den 
Lichtverteilkorper (15 0) eingespannt . Dehnt sich die Pla- 
tine (12 0) beim Erwarmen aus, verhindert der Lichtverteilkor- 
per (15 0) eine Verformung der Platine (120) . 
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Bei der Erwarmung der Platine (12 0) und/oder des Lichtverteil- 
korpers (15 0) konnen zusatzliche Belastungen - beispielsweise 
als Wechselbelastungen - auf die Durchgrif f sstege (152, 154) 
5 wirken. Dies sind dann beispielsweise zusatzliche Zugspannun- 
gen, die zumindest annahernd in die gleiche Richtung wirken 
wie die durch den Hers tellungsproz ess auf gebrachten Eigenspan- 
nungen. Die Vergleichsspannung der Uberlagerung dieser Span- 
nungen ist aufgrund des grolSen Querschnitts des einzelnen 

10 Durchgrif fsstegs (152, 154) niedriger als die Elastizitats- 
grenze des Werkstof f s . Gleichzeitig verhindert das Wider- 
standsmoment der jeweiligen Querschnittsf lache (153, 155), das 
durch das Verhaltnis der Abmessungen der Querschnittsf la- 
che (153, 155) bestimmt wird, einen Bruch oder eine bleibende 

15 Verformung der Durchgrif f sstege (152, 154) aufgrund von Bie- 
gung oder Scherung. So tritt selbst bei einem schragen Kraft- 
angriff auf die Durchgrif f sstege (152, 154), z.B. verursacht 
durch die Erwarmung beim Betrieb der Leuchteinheit (110) , 
keine bleibende Verformung auf . Ebenso wird ein Ablosen des 

20 Lichtverteilkorpers (150) und/oder des lichtemittierenden 

Chips (140) von der Platine (120) durch das Hintergreif en des 
Lichtverteilkorpers (150) urn die Platine (120) verhindert. Der 
Chip (140), der Lichtverteilkorper (150) und die Platine (120) 
werden mechanisch zueinander fixiert, so dass die Ausrichtung 

25 des lichtemittierenden Chips (14 0) zum Lichtverteilkor- 
per (150) und somit die optischen Eigenschaf ten der Leuchtein- 
heit auf Dauer erhalten bleiben. 

3 0 Der Lichtverteilkorper (150) kann auf der Bestiickungs- 

seite (121) eine andere Gestalt aufweisen. So kann beispiels- 
weise die optische Linse (166) parallel zur Bestiickungs- 
seite (121) der Platine (120) liegen oder in einer zur Pla- 
tine (12 0) geneigten Ebene liegen. Der Lichtverteilkor- 
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per (15 0) kann auch auf beiden Seiten (121, 122) der Pla- 
tine (12 0) einen ahnliche oder die gleiche Gestalt haben. 

Zwischen dem Lichtverteilabschnitt (161) und dem Bef estigungs- 
5 abschnitt (163) konnen ein oder mehrere Durchgrif f sstege (152, 
154) angeordnet sein. Jeder dieser Durchgrif f sstege (152, 154) 
kann beispielsweise eine runden, rechteckigen, dreieckigen, 
trapezf ormigen, etc. Querschnittsf lache (153, 155) aufweisen. 
Die einzelne Querschnittsf lache (153, 155) betragt dann 
10 mindestens 10% der Summe der Anlageflache des Lichtverteilkor- 
pers (15 0) an der Bestiickungsseite (121) und der Anlageflache 
des Lichtverteilkorpers (15 0) am lichtemittierenden 
Chip (140) . 

15 Der Bef estigungsabschnitt (163) kann beispielsweise mehrere 

einzelne Umgriffe (15 6) aufweisen. Die Anlageflache jedes die- 
ser Umgriffe (156) betragt dann beispielsweise 75% der Quer- 
schnittsf lache (153, 155) des jeweiligen Durch- 
grif fsstegs (152, 154). 

20 

In den Figuren 12 - 14 ist eine Leuchteinheit mit einer 
gitterf ormigen Platine (12 0) dargestellt. Der Lichtverteilkor- 
per (15 0) entspricht in seinen auSeren Abmessungen dem in den 
25 Figuren 9-11 dargestellten Lichtverteilkorper (150) . 

Die hier beispielsweise rechteckige Platine (120) umfasst ei- 
nen Rahmen (124) , dessen Langsseiten durch Platinenstege (131) 
miteinander verbunden sind. Auf den Platinenstegen (131) sitzt 
30 jeweils ein lichtemittierender Chip (140) . Der Rahmen (124) 
und die Platinenstege (131) begrenzen die Durchbriiche (123). 

Der Querschnitt der Platinenstege (131), vgl . Figur 13, ist 
beispielsweise oval, wobei die maximale Breite des einzelnen 
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Platinenstegs (131) in der zur Bestiickungssei te (121) paralle- 
len Mittenlangsebene der Platine (12 0) liegt. Der einzelne 
Platinensteg (131) hat in diesem Ausf uhrungsbei spiel etwa die 
anderthalbf ache Breite des lichtemittierenden Chips (14 0) . Der 
5 Querschnitt des Platinenstegs (131) kann auch rechteckig, 
dreieckig, etc. sein. 

Die Durchbriiche (123) umfassen beispielsweise drei annahernd 
rechteckige Stanzlocher (128, 129) mit abgerundeten Ecken . Die 
10 Querschnittsf lache der kleinen Stanzlocher (12 8) betragt etwa 
das doppelte der Flache des Platinenstegs (131) auf der Bestii- 
ckungssei te (121) . Die Querschnittsf lache des groEen Stanzlo- 
ches (129) betragt etwa das Vierfache dieser Flache. 

Der einzelne Durchgrif f ssteg (152, 154) liegt an der gewolbten 
Flanke (132) des Platinensteg (131) an. Seine Querschnittsf la- 
che ist liber die Lange des Durchgrif fsstegs (152, 154) nicht 
konstant. Sie weist beim Ubergang zum Lichtverteilab- 
schnitt (161) und zum Bef estigungsabschnitt (163) ein Maximum 
und in der Mitte ein Minimum auf. Die minimale Querschnitts- 
f lache (153, 155) des Durchgrif fsstegs (152, 154) in einer 
Ebene parallel zur Bestiickungssei te (121) betragt hier etwa 
12 0% der Anlagef lache des Lichtverteilkorpers (15 0) am der 
Bestiickungsseite (121) des Platinenstegs (131) und am licht- 
emittierenden Chip (140) . 

Die beiden Durchgrif fsstege (152, 154) sind symmetrisch zuein- 
ander angeordnet. Die Symmetrieebene schneidet den lichtemit- 
tierenden Chip (140) . Die zumindest annahernd dreieckigen 
30 Querschnittsf lachen (153, 155) der beiden Durch- 
grif fsstege (152, 154) sind gleich groS. Ihre kiirzeste Abmes- 
sung betragt in diesem Ausf iihrungsbei spiel etwa 68% der maxi- 
malen Abmessung. 



20 
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Die Anlagef lache des Lichtverteilkorpers (15 0) an der unbe- 
stiickten Seite (122) der Platine (12 0) betragt in diesem Aus- 
fuhrungsbei spiel etwa 80% der Querschnittsf lache (153, 155) 
des einzelnen Durchgrif f sstegs (152, 154). Diese Anlageflache 
5 liegt der Anlageflache des Lichtverteilkorpers (15 0) auf der 
Bestiickungsseite (121) gegenuber . Diese auSeren Konturen der 
beiden Anlagef lachen sind zumindest annahernd gleich groS. 

Die Anlageflache des Lichtverteilkorpers (15 0) an der unbe- 
10 stiickten Seite (122) der Platine (120) kann beispielsweise bis 
zu etwa 12 0% der Querschnittsf lache (153, 155) des einzelnen 
Durchgrif f sstegs (152, 154) betragen. 

Die Herstellung und der Betrieb dieser Leuchteinheit (110) er~ 
15 folgt, wie im Zusammenhang mit den Figuren 9-11 beschrieben. 
Auch bei dieser Leuchteinheit (110) sind die Lichtverteilkor- 
per (15 0) mit der Platine (120) mechanisch fest miteinander 
verbunden. Ein Ablosen des Lichtverteilkorpers (15 0) und/oder 
des lichtemittierenden Chips (140) von der Platine (12 0) wird 
20 konstruktiv durch die Durchgrif fsstege (152, 154) verhindert . 
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Bezugszeichenliste : 



1 Umgebung 

10 Platine 

11 Oberseite von (10) 

12 elektrische Leiterbahn 

13 elektrische Leiterbahn 

14 Passivierungsschicht 

15 Durchb ruche, Langlocher 

16 Durchbruch, Langloch 

18 Ausrichtkante 

19 Ausrichtkante 
2 0 Leuchtdiode 

21 lichtemittierender Halbleiterchip 

22 Klebe- und Lot verb indung 
2 3 Zwischenraum 

24 Chiptrager 

2 6 Klebe- und Lotverbindung 

27 Bonddraht 

31 Lichtverteilkorper 

32 optische Linse 

41 Einsenkung von (10) 

42 ref lektierende Schicht 

51 Lichtleiter 

52 Clipsverbindung 



110 



Leuchteinheit 
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120 Platine 

121 Bestiickungsseite, Oberseite 

122 Unterseite von (120), andere Seite, ggf . unbestuckt 
12 3 Dur chbriiche 

12 4 Rahitien 

125 Langloch 

12 6 Langloch 

128 Stanzloch 

129 Stanzloch 

131 Platinenstege 

132 Flanken von (131) 

140 lichtemittierende Chips 

141 Mittelpunkt von (142) 

142 Oberflache von (14 0) 

150 Lichtverteilkorper 

152 Durchgrif f ssteg 

153 Querschnittsf lache 

154 Durchgrif f ssteg 

155 Querschnittsf lache 

156 Umgriff 

161 Lichtverteilabschnitt von (150) 

163 Bef estigungsabschnitt 

164 Zylinder 

165 Li chtuml enkkorper 

166 optische Linse 

167 Oberflache von (161) 
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168 Oberflache von (152, 154) 

169 Oberflache von (15 6) 
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5 Patent anspriiche : 

1. Verfahren zur Herstellung mindestens einer lichtemittieren- 
den Halbleiterdiode auf einer elektrische Leiterbahnen umfas- 
senden Platine, 

10 - wobei mindestens ein lichtemittierender Halbleiterchip (21) 
auf die Platine (10) aufgesetzt wird, 

wobei die Lage des lichtemi ttierenden Halbleiterchips (21) 
an mindestens einer Ausrichtkante (18) der Platine (10) 
ausgerichtet wird, 
15 - wobei der lichtemittierende Halbleiterchip (21) thermisch 
leitend, elektrisch und mechanisch mit der Platine (10) 
verbunden wird, 

wobei die so vormontierte Platine (10) in eine SpritzgieS- 
form eingesetzt wird, 
20 - wobei die Lage der Platine (10) in der SpritzgieiSf orm 

zumindes t an der obengenannten Ausrichtkante (18) oder am 
lichtemittierenden Halbleiterchip (21) ausgerichtet wird, 
und 

wobei die SpritzgieSf orm mit einem Thermoplast ausgespritzt 
25 wird, der die Platine (10) durch mindestens einen Durch- 

bruch (15) durchdringt oder die Platine (10) umfliefit. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
30 lichtemittierende Halbleiterchip (21) beim SpritzgieSen unter- 

halb der Platine (10) liegt. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
beim SpritzgieSen mindestens eine optische Linse (32) erzeugt 
wird. 

5 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
lichtemittierende Halbleiterchip (21) auf einem Chiptra- 

ger (24) vormontiert wird. 

10 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausrichtkante (18) Teil eines Durchbruchs (16) ist. 

15 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
lichtemittierende Halbleiterchip (21) mittels einer Klebe- 
und/oder Lotverbindung (22) mit den Leiterbahnen (12, 13) 
thermisch leitend, elektrisch und mechanisch verbunden wird. 

20 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
lichtemittierende Halbleiterchip (21) mittels mindestens eines 
Bonddrahtes (27) mit den Leiterbahnen (12, 13) verbunden ist. 

25 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Herstellung mehrerer Leuchtdioden (2 0) auf einer Platine (10) 
die jeweiligen Lichtverteilkorper (31) durch SpritzgieEen uber 
einen gemeinsamen Anguss hergestellt werden. 

30 

9 . Verfahren zur Herstellung einer spritzgieStechnisch herge- 
stellten Leuchteinheit , mit mindestens einem Lichtverteilkor- 
per (15 0) , der zumindest bereichsweise eine mit einem 



WO 2005/056269 



28 



PCT/DE2004/002652 



Chip (140) oder einer Chipgruppe bestiickte Platine (120) auf 
der Bestiickungsseite (121) und der Platinenunterseite (122) 
umfasst und die Platine (12 0) in der Nahe des Chips (140) oder 
der Chipgruppe mindestens zwei Durchbriiche (123) aufweist, 
5 wobei der mit den Durchbriichen (123) versehene Bereich der 
Platine (12 0) vom Lichtverteilkorper (150) durchdrungen ist, 

- wobei der Spritzgiefiwerkstof f die Platine (12 0) auf der 
Unterseite (122) normal zu dieser anstromt, und 

- wobei das Zentrum des SpritzgieEstrahls im Bereich unter- 
10 halb des Chips (140) liegt und sich der Werkstof f strom an 

der Platine (120) teilt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
15 der SpritzgieKwerkstof f mittels s tr omungs 1 ei t ender Erhohungen 

oder Vertiefungen gefiihrt wird . 

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 

2 0 der SpritzgieEstrahl zumindest annahernd das geometrische 

Zentrum der Durchbriiche (123) innerhalb der SpritzgieSf orm an- 
stromt . 

25 12. Leuchteinheit , die eine elektrische Leiterbahnen aufwei- 
sende, mit mindestens einem lichtemittierenden Chip bestiickte 
Platine und mindestens einen, einen lichtemittierenden Chip 
oder eine Gruppe von lichtemittierenden Chips kontaktierend 
umgebenden Lichtverteilkorper umfasst, 

3 0 - wobei der Lichtverteilkorper (15 0) aus einem Thermoplast 

besteht , 

- wobei der Lichtverteilkorper (150) durch mindestens einen 
Durchbruch (123) der Platine (12 0) mit zumindest einem 
Durchgrif f ssteg (152, 154) hindurchragt und sowohl an der 
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Bestuckungsseite (121) als auch an der der jeweiligen Be- 
stiickungsseite (121) abgewandten anderen Seite (122) der 
Platine (12 0) anliegt, 

- wobei die minimale Querschnittsf lache (153, 155) eines 
einzelnen Durchgrif f sstegs (152, 154) mindestens 10% der 
Anlagef lache des Lichtverteilkorpers (15 0) an der Bestu- 
ckungsseite (121) und am lichtemittierenden Chip (140) 
betragt , 

- wobei die minimale Abmessung der Querschnittsf lache (153, 
155) mindestens ein Fiinftel der maximal en Abmessung der 
Querschnittsf lache (153, 155) ist, und 

- wobei die Anlagef lache des Lichtverteilkorpers (150) an 
der anderen Seite (122) der Platine (12 0) mindestens 75% 
der Querschnittsf lache (153, 155) betragt. 

13. Leuchteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Starke des Lichtverteilkorpers (15 0) auf der 
Seite (122) der Platine mindestens der Starke der Pla- 
tine (12 0) entspricht. 

14. Leuchteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Lichtverteilkorper (15 0) mindestens zwei Durch- 
grif fsstege (152, 154) umfasst, die jeweils durch einen 
separaten Durchbruch (123) hindurchragen . 

15. Leuchteinheit nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Durchgrif fsstege (152, 154) symmetrisch zueinander 
angeordnet sind, wobei die Symmetrieebene den lichtemittieren- 
den Chips (140) schneidet. 
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16. Leuchteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , 
dass auf der Bestuckungsseite (121) die Hohe des Lichtverteil- 
korpers normal zur Platine (12 0) mindestens dem Zweif achen der 
Starke der Platine (120) entspricht. 

17. Leuchteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Konturen der Anlagenf lachen auf der Bestiickungs- 
seite (121) und der Seite (122) zueinander zumindest annahernd 
kongruen t s ind . 



18. Leuchteinheit nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden Anlagef lachen an der Platine (12 0) raumlich 
einander gegeniiberliegen . 



19. Leuchteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Querschnittsf lache (153, 155) iiber die Lange des 
Durchgrif f sstegs (152, 154) ein Minimum aufweist. 
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Fig. 6 



WO 2005/056269 



PCT/DE2004/002652 




Fig. 8 
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